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PRINTED BOARDS

Part 12: Specification for mass lamination panels
(semi-manufactured multilayer printed boards)
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INTRODUCTION

La CEl 326 concerne les cartes imprimées, indépendamment de leur procédé de fabrication.

Elle est divisée en différentes parties concernant des informations pour la conception, des
recommandations pour les rédacteurs de spécifications, des méthodes d’essais et pres-
criptions pour les différents types de cartes imprimées, par exemple cartes imprimées a
simple et a double face, cartes imprimées multicouches et cartes imprimées souples.

@%
@
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INTRODUCTION

IEC 326 relates to printed boards irrespective of their method of manufacture.

It is divided into separate parts covering information for the designer, recommendations
for the specification writer, test methods and requirements for the various types of printed
boards, for example single-sided, double-sided, multilayer and flexible printed boards.

@@x
&
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CARTES IMPRIMEES

Partie 12: Spécification pour panneaux «mass-lam»
(cartes imprimées multicouches semi-finies)

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 326 concerne Ies panneaux «mass-lam». Elle spécifie les
yrication.
pression

ile de la
bartie de
ur. Tout
Bs sur la
les édi-
es de la

Spécifi-
P cuivre,

imées —

PS cartes

imprimées

CHEI 326-9: 1991, Cartes imprimées — Neuviéme partie: Spécification pour cartes
imprimées multicouches souples avec connexions transversales

CEl 326-11: 1991, Cartes imprimées — Onziéme partie: Spécification pour cartes
imprimées multicouches flexorigides avec connexions transversales
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PRINTED BOARDS

Part 12: Specification for mass lamination panels
(semi-manufactured multilayer printed boards)

1 Scope

This part of IEC 326 relates to mass lamination panels. it specifies the characteristics of

mass la
basis o
"relevan{ specification" used herein refers to such agreements.

2 Normative references

The follmwing normative documents contain provision
text, corn '
indicate( 3
agreemgnts based on thus part of IEC 326 are ex
applying| the most recent edmons of theNpo

of IEC a

IEC 249-
Specitic
flammagili

IEC 321

IEC 326
IEC 326

-

IEC 326

IEC 32§-9:,1991, Printed boards - Part 9: Specification for flexible multilayer printed

boards with'through connections

IEC 326-11: 1991, Printed boards - Part 11: Specification for flex-rigid multilayer printed

boards with through connections
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3 Généralités

3.1 Panneaux «mass-lam»

La carte est le circuit imprimé utilisé par le dernier acheteur. Un panneau est constitué
d'une ou de plusieurs cartes; c’est le produit commandé au fabricant de mass-lam.
Le fabricant peut utiliser des planches comportant plus d’'un panneau pour réaliser des
économies. Cette partie s’applique aux panneaux.

Un panneau multicouche «mass-lam» est une carte imprimée multicouche a une étape
intermédiaire de fabrication, dont les couches internes ont été traitées, et ont été
stratifiées pour produire un panneau constitué de couches alternées de matériaux conduc-
te:rrs et isolants. Les deux couches conductrices extérieures ne sont pas traitéps par le
stratifieur «mass-lam», mais sont prétes a étre percées et traitées par I'utilisg

Les panneaux «mass-lam» sont des produits semi-finis, destinés i la ication gle cartes
imprimées multicouches. lls sont:

-~ constitués de couches internes indexées avec
de l'acheteur et correspondant a une ou plusieg

données
es isolantes et de

— constitués par pressage d'un assembhla Wnces de stratifié cuivré
gravees sur une ou deux faces,de préimprégriés/et ards de cuivre;

— ils peuvent avoir des liaiso
jusqu’aux faces exje

3.2 Constitution

Généralement, le ‘pannea s etJes impressions conductrices ont les mémes axes
del référence ave iong’ les points d’origine des cartes et de leurs impres-
signs conductrigé incident. Dans ce cas, le panneau «mass-lam» est défini paf:

sions conductrices de chaque coucheé gravée,| fournies

deMhaque carte dans le panneau, précisé par les coofdonnées
ine et indiqué dans le dessin de la spécification concerpée (voir

Larsque l'emplacement d’'une carte ou de plusieurs cartes est différent (par rotation ou par
rt-ﬂournement), ce nouvel emplacement doit étre indiqué dans le dessin de la spécification
concernee, en fournissant les axes de référence de chaque carte et la relation existant
entre les coordonnées X et Y par rapport aux axes du panneau et les coordonnées X et Y
par rapport aux axes d’'une carte (voir figure A.5).

3.3 Référence des couches

L'acheteur identifie la face de référence et alloue un chiffre 3 chaque couche conductrice

correspondant & la place qu’elles auront dans la carte imprimée multicouche terminée
(voir figure A.1).
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3 General

3.1 Mass lamination panels

The board is the individual printed circuit used by the end purchaser. A panel is made of
one or more boards and is the product ordered from the mass laminator. The mass lami-
nator may use manufactured sheets configured with more than one panel to save money.
This part refers to the panels.

A mass laminated multilayer panel is a multilayer printed board at an intermediate stage of
production, where inner layers have been processed and laminated to produce a panel
containing alternate layers of conductive and insulating materials. The two outside conduc-

lat-

e made by laminating a stack of thin laye hed

on ofe or two sides, of prepregs, a

nclude a locating system, whick
tratign with the internal conductive layex;

be done in proper regis-

- |r']\ay have through connections sonductive internal layers, without
connections with the exté i i jed plated-through holes).

3.2 Constituting a ma

Generally, the panel, the_conductive patterns have the same referepce
axes with the s ire s the tive
patterng are the sa

rant

If the Igcation of oné”or more boards is different (by rotation or turning over), the drawing
of the felevant specification shall give this location, producing the axes of reference of
each board and the relationship between the X and Y co-ordinates with respect to the
axes of the panel and the X and Y co-ordinates with respect to the axes of a board (see
figure A.5).

3.3 Reference of layers

The purchaser identifies the reference side and allocates a number to each conductive
layer, corresponding to the place it has in the finished multilayer printed board (see
figure A.1).
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3.4 Face de référence

La face de référence doit étre signalée sur chaque panneau par la présence

d’un trou

d’orientation ou d’un repére détrompeur décentré, comme spécifié dans la spécification

concernée.

3.5 Données de référence ou systeme d’indexation pour le percage

Pour décrire sans ambiguité un panneau «mass-lam», il est nécessaire que des axes de

référence soient définis sur celui-ci, sur les cartes imprimées dont il est constnt
les documents de définition des impressions conductrices.

ué et sur

Leis données de référence sont utilisées pour définir la position exdacté~des poi
culiers (par exemple, centre d’une pastille sur I'impression condy
carte, etc.), d'une impression conductrice sur une carte et o€
panneau «mass-lam».

Un exemple de données de référence est donné a l'artigle §

Le point d’origine d’'une carte d’un panneau «mas

hts parti-
sur une
dans un

pux axes

de référence de la carte. Les coordonnées du paint d'ofigi dans le
delssin de la spécification concernée

Par accord entre le vendeur et I’ des points d’origine dps cartes
ddu panneau peuvent étre affectées gtre’ différentes de celles indiquées
dgns le dessin, mais doivent étre/identiquesx ous les panneaux d'un lot hgmogéne.
Ddns ce cas, les cotes applicabl gisées par le vendeur pour cHaque lot.
Cgs écarts par rappor aux s 1 sont destinés A& compenser fertaines
distorsions des |mpr i S n'excédent pas quelques centiémes de
millimétre. Lorsqu’ icable, il doit étre indiqué sur le dessin de la

splécification €one
désignant I

UIII panneau «mass-lam» répondant a la présente spécification doit étre identifié |

un symbole «F» placé & c6té des lettrés Xet Y

vent étre
nelle du

par:

— le numéro de la spécification concernée;
- les références de 'acheteur et du vendeur;
- les références du panneau dans le code de 'acheteur.

A partir de cette identification et du marquage, le vendeur doit pouvoir garantir la tragabi-

lité des panneaux.
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3.4 Reference side

The reference side shall be indicated on each panel by an off-centre orientation hole or

polarizing slot, specified in the relevant specification.

3.5 Datum reference — Locating system for the drilling

To avoid any ambiguity, it is necessary to define the datum references on the mass lami-
nation panels, on the constituent printed boards and on all the documents which define the

conductive layers.

The datum references are used to define the exact position of particdla
example| centre of a land on a conductive pattern, holes on a board, etg:
pattern gn a board and of a board in a mass lamination panel.

An exam)ple of datum reference is given in clause 5 of 1EC 321-

The datum point of a board in a mass lamination pare
reference axes of that board. The co-ordinates of/the
drawing [of the relevant specification.

By agrepment between purchaser and
the boards on a panel may be amended 3
drawing, but shall be identical for all ¢

dige of the datum points of
: om the value given in
a_homogeneous lot. In this case,

for
ve

tion of the {wo

the

the

the applicable co-ordinates shall be gl en endogfor each lot. These differences
with the|co-ordinates of thg'dra 2 balange certain distortions of the condtc-
tive patterns and are smal s of a\wiillimetre). When such an agreement
may be used, it shall be gi i & \ 2 relevant specification (for instance| by
a symbgl "F" Iocatg\/d near the lette Y owing the axes, as in figure A.4).

3.6 Dimensional

By agreeme Btwe ser and vendor, the artwork used may be dimensionplly

compenga

3.7 ldentification

A mass [lamination panel according to this specification shall be identified by:

— the number of the relevant specification;
— the references of the purchaser and those of the vendor;
- the references of the panel in the purchaser’s code.

With this identification and marking, the vendor shall warrant the traceability of the panels.
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4 Dossier de définition technique

4.1 Contenu

Le dossier de définition technique est I'ensemble des documents (écrits ou enregistre-
ments informatiques) qui expriment les caractéristiques du panneau «mass-lam». Avec la
référence a cette spécification, il doit comprendre:

— la spécification concernée (voir 4.2 et 'annexe A); _
— les documents de définition des impressions conductrices (voir 4.3);

—~ les documents de définition mécanique des cartes: plans de pergage, nomenclature
des trous, plans de détourage (voir 4.4);

— les instructions de marquage (voir 4.5);

— les instructions pour I'emballage (voir chapitre 6);
- les exigences particuliéres de I'acheteur.

Cq dossier doit étre établi par accord entre I'acheteur et 1€ it étpe adapté a la
technologie utilisée par ce dernier; il doit étre comple données
etfou son indice.

4.2 Spécification concernée

IS rensei-
ails qu'il

La spécification particuliére concernée doj
grnlements nécessaires a la fabrication §
convient de spécifier.

4,

Une impression conguct soit par
degs données informatiques|utilisablgs par unjd Dans les
deux cas, les dog i indig is conduc-
trice et les rgfére e Na cagtedont\elle fait partie. En outre, les documents doivent
définir les : g impression conductrice (voir 3.5). Si on fitilise un
cliché photograp document doit étre conforme a la CE!l 321-3 ou & un

acgcord établj e

Il estnégessaire endeur connaisse les opérations mécaniques qui deviront étre
8 3 S nent par I'acheteur, par exemple:

e, évidements, etc., a effectuer en reprise pour I'achévement dg la carte
imprimée multicouche.

4.5 Instructions pour le marquage des panneaux

Les instructions de marquage précisent le libellé, la nature (encre, gravure, étiquette) et
I'emplacement du marquage. Le marquage des panneaux (sur une face) doit comporter:

- le repére détrompeur ou trou d'orientation;
— la référence de la spécification concernée;
— lorientation du tissu de verre;

— la date de fabrication (ou le numéro du-lot de fabrication).
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4 Technical definition file

4.1 Contents

The technical definition file shall be made from all the documents (written or computer
data) which give the characteristics of the mass lamination panel. With reference to this
specification, it shall contain:

-~ the relevant specification (see 4.2 and annex A);
- the documents giving the conductive patterns (see 4.3);

~ the documents giving the mechanical data of the boards: drilling drawings, list of
the holes, routing drawings (see 4.4);

— thHe directions for marking (see 4.5.);

~ the directions for packaging (see clause 6);
— the special requirements of the purchaser.
This filg shall be established by agreement between purchasek and vey

made inf accordance with the technical capability of the ves
cise, angd identified by the data and/or index.

4.2 Reglevant specification

The relgvant detailed specification sha | to
manufagture the boards. Annex A enu

4.3 Documents giving the conductive patt

A condyctive pattern shall(be graphic film or by computer data usgble
by an automatic plotter_In ¢ of
the conguctive layer and s nts
shall algo give th i y a
photogrpphic film) 1-3
or accoflding to an ag

4.4 Document.

It is negessa rds

by the purc
- diametetsand positions of the plated through holes;

-~ rputing) tooling
boarg.

holes, efc., to be machined for the finishing of the multilayer prirjted

4.5 Directions for marking the panels

Directions for marking give the composition of the legends, the nature (ink, etching, label)
and the place of the marking. Marking of the panels (on one face) shall be done for:

— the polarizing slot or orientation hole;

— the number of the relevant specification;

— the orientation of the glass cloth;

- the date of manufacture (or the reference of the manufacturing lot).
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Selon accord entre les parties, le marquage du panneau peut inclure la référence du
fabricant, qui doit rester lisible aprés la gravure et le détourage des cartes, ainsi que les
différences des compensations dimensionnelles lot & lot.

§ Caractéristiques des panheaux «mass-lam»

5.

1 Caractéristiques spécifiques et valeurs préférentielles

Ces caractéristiques font partie de la définition d’'un panneau «mass-lam» particulier.
Elles sont vérifiées pendant et évaluées aprés la fabrication. Leurs valeurs sont indiquées
dans la spécification concernée. Cette partie de la CEl 326 donne les valeurs préféren-

tielles de certaines caractéristiques et leurs tolérances dans un sou
afin de guider les accords entre acheteur et vendeur Les différe

p

Ce

la

nneaux particuliers et des besoins de I'acheteur.

s caractéristiques sont tirées de la CEl 326-3, de 13
CEl 326-11, par exemple:

— longueur et largeur des panneaux

i de ormahsation, et
$ propo-
isation de

326-9 ou de

le est de

ce préfé-

rieur aux

On doit se reporter aux spécifications de la série CEl 249-2, par exemple la

CEl 248-2-5.

5.2 Caractéristiques générales

Tous les matériaux de base utilisés pour la fabrication des panneaux (stratifié plaqué
cuivre, préimprégnés, feuillards de cuivre) doivent satisfaire aux spécifications applicables
de la CEI.
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By agreement between purchaser and vendor, the marking of the panels may include a
reference which indicates the name of the manufacturer and which remains legible
after etching and routing of the boards and also the dimensional compensation lot-to-lot
differences.

5 Characteristics of mass lamination panels

5.1 Specific characteristics and preferred values

These characteristics are for a specific mass lamination panel. They are controlied during
and evaluated after manufacturing. The values to be found are given in the relevant speci-
fication. This part of IEC 326 gives the preferred values for certain characteristics a
tolerancgs in order to standardize and to facilitate the agreements between purchas

the variqus difficulties for the manufacturing of the specific panels a
purchaser.

These characteristics shall be taken from IEC 326-3, |IEC 32
for example:

— lepgth and width of the panels

Preferred tolerances: 2 mm, +1 mm or +0,5

- de¢

Pi

N15%. It edge board contacts are
Z'is £10%;

of

The surface finish shall be in accordance with the series IEC 249-2, for example
IEC 249-2-5. :

5.2 General characteristics

All the base materials used for manufacturing of the mass lamination panels (for example
copper clad thin laminates, prepregs, foils of copper) shall be in accordance with the
relevant IEC specification.
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Les panneaux «mass-lam» étant destinés & la fabrication des cartes imprimées multi-
couches doivent satisfaire aux caractéristiques définies pour les cartes multicouches dans
la CEl 326-6, la CEl 326-9 ou la CE| 326-11. Quand il n'est pas possible d'intégrer au
panneau des éprouvettes pour les essais, un accord devra intervenir entre I'acheteur et
le vendeur.

Les panneaux multicouches «mass-lam» doivent étre traités de fagon & étre de qualité
uniforme et & ne présenter aucune trace évidente de saleté, de corps étranger, d’huile,
d’empreintes de doigts et de tout autre contaminant qui puisse en affecter la durée de vie,
la possibilité de montage ou l'usage. Les panneaux multicouches «mass-lam» doivent étre
dépourvus de défauts autres que ceux tolérés par cette spécification.

Les essais indiqués au tableau 1 doivent étre appliqués.

Tableau 1 - Caractéristiques <\

Référence de I'essai

Caractéristiques de la CEl 326-2

emarques

Examen visuel et contrdle
Pes dimensions

Conformité et identification 1

spect et qualité de |'exécution 1 i -

imensions de la carte Voir 5.1
paisseur de la carte dans ir la CEl 326-6"
a zone des contacts

‘extrémité de carte

ssais électriques

ésistance d'i olement da De préférence 2500 MQ Coupon d'essai

> 6¢c De préférence 2500 MQ Coupon [d'essai
7a Coupon d’essai
12a Voir la CE| 326-6" Voir 5.1
Décollement interlaminaire, 15a Coupon [d'essai

NOTE - Un coupon d’essai est a I'étude.
* Ou CE{ 326-9 ou CEl 326-11.

Si les panneaux possédent des trous métallisés, ils doivent étre conformes aux exigences
indiquées pour les trous métallisés de la CEl 326-6, de la CEl 326-9 ou de la CEl 326-11.
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As the mass lamination panels are used for the manufacture of multilayer printed boards,
they shall have all the characteristics of the multilayer boards, as described in IEC 326-6,
IEC 326-9 or IEC 326-11. When it is not possible to put test coupons in the mass
lamination panels it shall be agreed between purchaser and vendor.

Mass laminated multilayer panels shall be processed in such a manner as to be uniform in
quality and show no visual evidence of dirt, foreign matter, oil, fingerprints and other
contaminants that affect life, ability to be assembled and serviceability. Mass laminated
multilayer panels shall be free of defects in excess of those allowed in this specification.

The teslls given in table 1 shall be applied.

Table 1 - Characteristics <\ x

5

Test number in

Characteristics IEC 326-2

Visual and dimensional
examination

Conforinity and identification 1

Appearnce and workmanship a <

Board glimensions 2 See 5.1
Board thickness in the area of 2

edge bpard contacts Q

Electri¢al tests <

Insulatfon resistancewith b Preferably 2500 MQ Test coupon
a layer|(as receiv@

Insulatfon resistance hetwee Preferably 2500 MQ Test coupon
layers {as received{ ‘ '

Voltage proof ice 7a Test coupon

Mechahical te

12a See |EC 326-6* See 5.1

Delamination, thermal shock 15a ~ Test coupon

Flatnegs

NOTE - A test coupon is under consideration.
* Or IEC 326-9 or IEC 326-11.

If the mass lamination panels contain plated-through holes, they shall be in accordance with
the requirements for plated-through holes given in IEC 326-6, IEC 326-9 or IEC 326-11.
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5.3 Autres caractéristiques & vérifier

Pendant ou aprés la fabrication, le fabricant doit vérifier les caractéristiques suivantes:

— absence de défauts majeurs dans la gravure des couches internes;
— continuité électrique et absence de courts-circuits dans les impressions

conduc-

trices des couches internes, conformément & la CEl 326-2, essais 4a et 4b et/ou par

une méthode optique;

— précision de I'emplacement et de la superposition des impressions conductrices;

- tolérances spécifiées pour I'épaisseur, les dimensions, la rectangularité des bords;

Ct
av

I'h
de

d4ci

L¢g

repére détrompeur);
— tolérances spécifiées pour la courbure et le vrillage;

— qualité des trous enterrés, si applicable;
- conformité du marquage et de I’'emballage.

lon accord entre acheteur et vendeur, un comp
Chaque livraison.

Emballage

aque paquet ne doit compren(
oir été fabriqué:

- enune méme pressée;

pouvant intervenir en cours de transport. Lg
aquet doit étre limité par le poids autorisé par le r
heteur et vendeur.

< date de fabrication et numéro de lot de fabrication;

— tolérances spécifiées pour le diamétre et la position des trous d'indexation (et du

ais peut gtre joint

Un lot homogéne de panng¢aux doit

ation de
nombre
pglement

— nom ou logo du tabricant;
— nombre de panneaux dans le paquet.
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5.3 Other characteristics to be checked
During or after manufacturing, the manufacturer shall check the following characteristics:

— lack of major defects of the etching on the internal layers;

— continuity and lack of short circuits for the conductive patterns on the internal
layers, in accordance with IEC 326-2, Tests 4a and 4b and/or by optical method;

- accuracy of the location and superposition of the conductive patterns;

— specified tolerances for the thicknesses, the dimensions, the rectangularity of the
edges;

— specified tolerances for the diameter and the position of the indexgtion\holesy(and
polarjzing slot);

[

becified tolerances for bow and twist;

Ke]

bality of buried holes, if applicable;

O

bnformance of marking and packaging.

If agreed between purchaser and vendor, a detailed ach
delivery
6 Packaging
There shall be only one lot in each pag els
manufagtured:
- ithin the same |
- ith the same correctic i 3 t of
the bpards, if

The padkaging shall e s i ion
phigl U during transport. The number of panels in each package

shall bg limited et is permitted by regulations agreed upon betwgen

purcha
The foll : S be made on the packaging:

- the numberyg e relevant specification;

— the‘date of manufacture and the manufacturing lot;

— the name or symbol of the manufacturer;
- the number of panels in the package.
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ANNEXE A
(informative)

Spécification particuliére concernée

La spécification particuliére concernée:

doit porter un numéro qui l'identifie;
doit préciser le nom de lI'acheteur et du vendeur;
doit décrire la constitution du panneau:

a) nombre de cartes sur un panneau;

b) nombre de couches;

¢) positions des sous-ensembles;
d) épaisseur des couches isolantes et du cuivre;
€) numéro de chaque couche (voir 3.2);

doit indiquer fes caractéristiques de la carte:

a) les axes de référence e
(vue de la face de référence

dexation pour le pergage S
&\ Voir 3.4);

t suon 3

uperposition des impressions conductnces

par 'un

surgravure au moment de Ia gravure Ce facteur peut servir a élaborer un meilleur
dessin pour les couches internes des panneaux «mass-lam» a impédance contrélée;

¢) les instructions pour le marquage;
d) les instructions pour I'emballage;
e) les exigences spécifiques de I'acheteur;

f)y tout autre renseignement estimé utile (diamétre de la fraise de détourage,
nombre de panneaux par lot, etc.).

La partie de la spécification particuliére concernée qui précise le nombre de couches, la
constitution d’'un panneau, etc., peut étre présentée sous la forme indiquée ci-apreés.


https://iecnorm.com/api/?name=6d4ec83b25c4b37b8539838f78ebd41d

326-120©IEC -23 -

ANNEX A
(informative)

Relevant detail specification

The relevant detailed specification:

shall be identified by a number;
shall give the name of the purchaser and of the vendor;
shall describe the constitution of the panel:

a)

number of boards on a panel;

b)
c)
d)
e)
sh
a)
b)
c)
fo
sh

a)
ad

b)

reference number wi

sh
a)
b)

all give the characteristics of the board:

I drilling and routing;

number of layers;

positions of the sub-assemblies;
thicknesses of the insulating layers and the copper;
number of each layer (see 3.2);

references of the documents giving the conductive

length and width of the board, grid for the (drilling ces of the documents

all give:
a drawing of the axes of refere ating system for the drilljng
cording to 3.5 (view from the reférence side e drilling, see 3.4);

the position of the boards (outlin

g identified,/if necessary by letters or by a
indications, given in 3.2;

dimensi
admissib

the~line width of the artwork and of the etched mass laminated internal

layer which should be agreed upon to take into account the undercut during etching.
This factor would than be used to design a better layout for impedance controlled
mass laminate internal layers;

c)
d)
e)

f)

the directions for marking;

the directions for packaging;

the special requirements of the purchaser;

any other information that may be useful (diameter of drills for routing, number

of panels per lot, etc.).

The pant of the relevant detail specification specifying the number of layers, the cons-
titution of a panel, etc., may be presented as shown in the example below.
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Spécification concernée
Panneau «mass-lam» CEl 326-12
N° page ./.
Acheteur Vendeur

Pour consultation
Pour exécution

Pour proposition
Pour accord

Cas simple ci-dessous

]

Autres cas, voir page

[

Nmmmu. NuulL
N
Carte n° /Pa\ ea@\
Impressions conductrices Epaisselys Notes
Cuiv
)
o
% 5
8 < < @ ?‘E
K o 9.8 g 25 e
&5 x §2 % o 3
» = =8 o =z 3
O o o <
o 0o g (1~
/\\(\\\Q
O 0o a [\ Q \
O O @ . < N
o O N/
D\\\/
O &
o o 0o
I I R
O 0o a 2
Longueurde lacarte:+ ... mm * Les épaisseurs d'isolant indiquées
Largeurde lacarte: * ... mm sont aprés pressage.
Pas de la grille: . mm

Pergage de référence:
Détourage de référence:

Epaisseur totale (cuivre des faces
compris): (... x...)mm

Figure A.1 — Panneau «mass-iam» (exemple 1)
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Relevant specification
Mass lamination panel IEC 326-12 P
No. page ./.
Purchaser Vendor
For consulting For proposition
For manufacturing For agreement
Simple case below D Other cases, see page D
Number of boards per panel: Number of layers
VRN
. P @\\
Board No an/e\ 0 (\
Conductive patterns Thicknesses as.
© @
(2}
5 g 5 o
T o ey
T O} 5% 5 3y ; 3
&> Kk o= T g > 3
» F 68 i zd ﬁ /
IS
O o iy
O om0
O 0 O SN[
od o 5> bEE
AN N
o g a /\ w0
O g o\ | NN N\ ©
o N ~
\/
a M ©
O O o o
O 0 0 2

Length of the board: * ...
Width of the board:

Grid:

Drilling reference:
Routing reference:

mm
£ ... mm
.. mm

* The thicknesses of the insulating layers

are given after lamination..

Total thickness with external
copper: (... x...)mm

Figure A.1 - Mass lamination panel (example 1)
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Plan du panneau Spécification concernée
Vue de la face de référence CEl 326-12
pour le pergage N° page ./.

Ra

§§®

Longueur du panneau: * . mm Observations
Largeur du panneau: E . mm
Perpendicularité: + ... mm/m
Courbure et vrillage: £ . %
Tolérance de position: * . mm
Tolérance de superposition: + . mm
Figure A.2 — Plan du panneau
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Drawing of the panel es o
g p IEC 326-12 Relevant specification

View from the drilling
reference side

No.

page ./.

R

@C@

Length of the panel

Width of the board
Perpendicularity

Bow and twist

Tolerance of position
Tolerance of superposition:

+ W+ H+ + H

. mm
. mm
. mm/m

Observations

Figure A.2 — Drawing of the panel
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Spécification concernée
Panneau «mass-ltam» CEl 326-12 o
N page ./.
Nombre de cartes par panneau: Nombre de couches I:l
Carte n° Carte n° Panneau n°
Impressions conductrices Impressions conductrices Epaisseur Notes
Cuivre
> - §
o o]
T g 38 85||T o 32 8 3
5 5 45 8|5 = &5 % § 2
O o 0o a o o
a o d O o a0
N
O o a o o 0
NN
P
O o o a
N
%
O o ag d w
O o 0O
O 0O a
o 0O o
0O O O
O O Oy
O O a
I N O o Qd &
o o o a 0o ad
O O 0 O 0o O
O 0O 0O o o 0
O O 0 O o O

Figure A.3 — Panneau «mass-lam» (exemple 2)
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